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【主な研究成果】
現在, 薄膜を形成する方法には真空蒸着法, スパッタリンク法などが存在する. これらの成膜法を用いて薄膜を形成するためには長時間成膜が必要である. 本研究で用いるエアロゾルデポジション(AD)法は常温で薄膜を高速で成膜することが可能である. AD法による成膜には, セラミックス原料粉末が主に用いられており, 金属粉末を用いた膜形成はほとんど行われていない. 本研究では, Ni粉末などの金属粉末を用いてAD法による膜形成を行い, 金属膜形成に与える原料粉末の影響やその機械的特性を明らかにすることを目的とした. 
本研究で得られた結果の一例として，平粒粒径1　µmのNi粉末と粒径1.5　µmのCu粉末を乾式混合して作製したNi-Cu混合粉末を用いて成膜実験を実施した．混合粉末の混合比は，Cu粉末の重量比が25 %，50 %，75 %とした．混合粉末中のCu粉末の重量比が25 wt%のとき，形成した金属膜の外観を確認したところ，ガラス基板上にNi-Cu複合膜を形成したことが確認できた．また，膜に触れても崩れないことから，圧粉体でなく安定した膜を形成することができた．膜厚は180 µmであった．同一製膜条件では，金属膜の膜厚はCu粉末の重量比が増加するに伴って増加した．XRD測定結果より，NiとCuのX線回折パターンが確認できた．

【今後の展望】
実験結果からNiとCuという2種類の金属粉末を混合した混合粉末を用いることで，容易に複後膜が形成できることを明らかにした．Ni-Cu複合膜において，いずれのCuの重量比においても膜厚が10　µm以上の膜が形成された．また，Ni-Cu膜の硬度は，混合粉末中のCu粉末重量比の増加に伴いHv192からHv140と単調に低下した．金属複合膜の硬度や形成状態はは第2元素の硬度と添加量に依存することが明らかになった．今後は，他の金属粉末を用いた複合膜を形成し，その挙動を明らかにする．
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